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하나의 실시예에서, 기판과, 상기 기판에 연결된 다중-메모리 다이 - 상기 다중-메모리 다이는 복수의 개별 메모

리 다이를 포함하고, 상기 복수의 개별 메모리 다이의 각각의 개별 메모리 다이는 메모리 다이의 제작 동안 반도

체 물질의 웨이퍼 내 개별 메모리 다이로서 형성되고, 상기 다중-메모리 다이는 반도체 물질의 웨이퍼를 메모리

다이들로 싱귤레이트함으로써 생성되며, 상기 메모리 다이들 중 적어도 하나는 함께 여전히 물리적으로 연결되어

있는 복수의 개별 메모리 다이를 포함하는 다중-메모리 다이임 - 와, 상기 다중-메모리 다이 및 상기 기판에 연

결된 반도체 다이 - 상기 반도체 다이는 시스템 온 칩으로서 구성됨 - 를 포함하는 패키징 장치가 제공되며, 상

기 다중-메모리 다이와 반도체 다이 중 적어도 하나는 상기 기판에 부착된다.  
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

패키징 장치로서,

기판, 

상기 기판에 연결된 다중-메모리 다이 - 다중-메모리 다이는 복수의 개별 메모리 다이를 포함하고, 

상기 복수의 개별 메모리 다이의 각각의 개별 메모리 다이는 메모리 다이의 제작 동안 반도체 물질의

웨이퍼 내에서 개별 메모리 다이로서 형성되며,

상기 다중-메모리 다이는 반도체 물질의 웨이퍼를 메모리 다이들로 싱귤레이트함으로써 생성되며, 메모

리 다이들 중 적어도 하나는 여전히 물리적으로 함께 연결되어 있는 복수의 개별 메모리 다이를 포함하는 다중-

메모리 다이임 - , 및

상기 다중-메모리 다이 및 기판에 연결된 반도체 다이 - 상기 반도체 다이는 시스템 온 칩으로서 구성됨 - 를

포함하고,  

상기 다중-메모리 다이 및 상기 반도체 다이 중 적어도 하나는 상기 기판에 부착되는, 패키징 장치. 

청구항 2 

제1항에 있어서, 다중-메모리 다이와 반도체 다이 모두 상기 기판에 부착되는, 패키징 장치.

청구항 3 

제2항에 있어서, 상기 반도체 다이는 플립 칩 공정을 통해 기판에 부착되는, 패키징 장치. 

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 반도체 다이는 와이어 본딩 공정을 통해 기판에 연결되는, 패키징 장치.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 다중-메모리 다이에 부착된 재배선 층을 더 포함하는, 패키징 장치.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 반도체 다이는 플립 칩 공정을 통해 상기 재배선 층에 연결되고 따라서 다중-메모리 다이

에 연결되는, 패키징 장치.

청구항 7 

제5항에 있어서, 상기 반도체 다이는 와이어 본딩 공정을 통해 상기 재배선 층에 연결되고 따라서 다중-메모리

다이에 연결되는, 패키징 장치.

청구항 8 

제1항에 있어서, 반도체 다이 또는 다중-메모리 다이 중 하나에 부착된 히트 싱크를 더 포함하는, 패키징 장치. 

청구항 9 

제1항에 있어서, 다중-메모리 다이는 에폭시 또는 글루를 통해 기판에 부착되는, 패키징 장치.

청구항 10 

제1항에 있어서, 상기 반도체 다이는 에폭시 또는 글루를 통해 기판에 부착되는, 패키징 장치.  
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청구항 11 

제1항에 있어서,  상기 반도체 다이는  에폭시 또는  글루를 통해  상기 다중-메모리 다이에 부착되는,  패키징

장치.

청구항 12 

제1항에 있어서, 상기 기판은 기판에 형성된 홀을 가지며, 상기 다중-메모리 다이는 와이어 본딩 공정을 이용해

상기 홀을 통해 기판에 연결되는, 패키징 장치.

청구항 13 

제12항에  있어서,  상기  다중-메모리  다이는  와이어  본딩  공정을  이용해  상기  홀을  통해  반도체  다이로

연결되는, 패키징 장치.

청구항 14 

제12항에 있어서, 

상기 기판은 제 1 기판이며, 

상기 패키징 장치는 제 2 기판을 더 포함하고,  

상기 제 2 기판은 솔더 볼을 통해 상기 제 1 기판으로 연결되며, 

상기 반도체 다이는 플립-칩 공정을 통해 상기 제 2 기판으로 연결되고, 따라서 상기 제 1 기판 및 다중-메모리

다이로 연결되는, 패키징 장치.

청구항 15 

기판을 제공하는 단계,

상기 기판으로 다중-메모리 다이를 연결하는 단계 - 

상기 다중-메모리 다이는 복수의 개별 메모리 다이를 포함하고, 

상기 복수의 개별 메모리 다이의 각각의 개별 메모리 다이는 메모리 다이의 제작 동안 반도체 물질의

웨이퍼 내 개별 메모리 다이로서 형성되며, 

상기 다중-메모리 다이는 반도체 물질의 웨이퍼를 메모리 다이들로 싱귤레이트됨으로써 생성되며, 상기 메모리

다이들 중 적어도 하나는 여전히 물리적으로 함께 연결되어 있는 복수의 개별 메모리 다이를 포함하는 다중-메

모리 다이임 - ,

반도체 다이를 상기 다중-메모리 다이 및 상기 기판에 연결하는 단계 - 상기 반도체 다이는 시스템 온 칩으로서

구성됨 - , 및

상기 다중-메모리 다이 및 상기 반도체 다이 중 적어도 하나를 상기 기판에 부착하는 단계

를 포함하는, 방법.

청구항 16 

제15항에 있어서, 상기 다중-메모리 다이는 플립 칩 공정 또는 와이어 본딩 공정 중 하나를 통해 기판에 연결되

는, 방법.

청구항 17 

제15항에 있어서, 상기 반도체 다이는 플립 칩 공정 또는 와이어 본딩 공정 중 하나를 통해 상기 다중-메모리

다이에 연결되는, 방법. 

청구항 18 

제15항에 있어서, 상기 다중-메모리 다이는 플립 칩 공정 또는 와이어 본딩 공정 중 하나를 통해 상기 기판에
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연결되는, 방법. 

청구항 19 

제15항에 있어서, 상기 다중-메모리 다이는 에폭시 또는 글루를 통해 기판에 부착되는, 방법.

청구항 20 

제15항에 있어서, 상기 반도체 다이는 에폭시 또는 글루를 통해 상기 기판에 부착되는, 방법. 

발명의 설명

기 술 분 야

관련 출원의 상호-참조[0001]

본 발명은 2012년 07월 23일에 출원된 미국 가특허 출원 번호 61/674,703, 2012년 07월 25일에 출원된 미국 가[0002]

특허 출원 번호 61/675,626, 및 2013년 07월 22일에 출원된 미국 가특허 출원 13/947,936로부터 우선권을 주장

하며, 이들 개시내용은 본 명세서에 참조로서 포함된다. 본 발명은 2012년 06월 25일에 출원된 미국 특허 출원

13/532,444 및 2012년 08월 21일에 출원된 미국 특허 출원 13/590,949과 관련되며, 이들 개시내용은 본 명세서

에 참조로서 포함된다.

기술 분야[0003]

본 발명의 실시예는 집적 회로의 분야와 관련되며, 더 구체적으로 반도체 칩 패키징을 위한 기법, 구조, 및 구[0004]

성과 관련된다. 

배 경 기 술

본 명세서에 제공되는 배경 기술은 본 발명의 맥락을 일반적으로 제공하기 위한 목적을 가진다. 현재 등재된 발[0005]

명자(들)의 작업은, 이 배경기술 섹션에 기재되는 범위뿐 아니라 출원 시점에서 달리 공지 기술의 자격을 갖지

않을 수 있는 기재의 양태까지, 본 발명에 반하여 공지 기술이라고 명시적으로도 또는 묵시적으로도 인정되지

않는다.

전자 장치가 반도체 다이가 다양한 기능을 수행하도록 배열되고 구성되는 반도체 다이로 구성된 패키지를 이용[0006]

한다. 예를 들어, 패키지에서, 하나의 반도체 다이가 시스템 온 칩(SOC)으로서 구성될 수 있고 또 다른 반도체

다이가 메모리 다이로서 구성될 수 있다. 그 후 상기 SOC 다이 및 메모리 다이는 패키지를 하우징하는 전자 장

치에 대해 다양한 기능을 수행하도록 인터커넥트된다. 종종 이들 패키지에서의 반도체 다이는 많은 양의 열을

발생시킨다. 덧붙여, 반도체 다이는 전력(VDD) 및 접지를 액세스할 필요가 있다. 따라서 이러한 패키지를 생성

하고 설계할 때, 많은 상반관계, 예컨대, 비용, 방열 및 VDD 및 접지로의 액세스뿐 아니라 패키지 내 반도체 다

이들 간 상호연결성이 존재한다.

발명의 내용

과제의 해결 수단

하나의 실시예에서, 기판과, 상기 기판에 연결된 다중-메모리 다이 - 상기 다중-메모리 다이는 복수의 개별 메[0007]

모리 다이를 포함하고, 상기 복수의 개별 메모리 다이의 각각의 개별 메모리 다이는 메모리 다이의 제작 동안

반도체 물질의 웨이퍼 내 개별 메모리 다이로서 형성되고, 상기 다중-메모리 다이는 반도체 물질의 웨이퍼를 메

모리 다이들로 싱귤레이트함으로써 생성되며, 상기 메모리 다이들 중 적어도 하나는 함께 여전히 물리적으로 연

결되어 있는 복수의 개별 메모리 다이를 포함하는 다중-메모리 다이임 - 와, 상기 다중-메모리 다이 및 상기 기

판에 연결된 반도체 다이 - 상기 반도체 다이는 시스템 온 칩으로서 구성됨 - 를 포함하는 패키징 장치가 제공

되며, 상기 다중-메모리 다이와 반도체 다이 중 적어도 하나는 상기 기판에 부착된다.

하나의 실시예에서, 기판을 제공하는 단계와, 상기 기판에 다중-메모리 다이를 연결하는 단계 - 상기 다중-메모[0008]

리 다이는 복수의 개별 메모리 다이를 포함하며, 상기 복수의 개별 메모리 다이의 각각의 개별 메모리 다이는

메모리 다이의 제작 동안 반도체 물질의 웨이퍼 내 개별 메모리 다이로서 형성되며, 상기 다중-메모리 다이는

반도체 물질의 웨이퍼를 메모리 다이들로 싱귤레이트함으로써 생성되며, 상기 메모리 다이들 중 적어도 하나는
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함께 여전히 물리적으로 연결되어 있는 복수의 개별 메모리 다이를 포함하는 다중-메모리 다이임 - 와, 반도체

다이를 상기 다중-메모리 다이 및 상기 기판에 연결하는 단계 - 상기 반도체 다이는 시스템 온 칩으로서 구성됨

- 와, 상기 다중-메모리 다이 및 상기 반도체 다이 중 적어도 하나를 상기 기판에 부착하는 단계를 포함하는,

방법이 또한 제공된다.  

도면의 간단한 설명

이하의 도면과 함께 다음의 상세한 설명에 의해 실시예가 쉽게 이해될 것이다. 실시예는 첨부된 도면에서 예시[0009]

로서 도시되며 한정으로 도시된 것이 아니다. 

도 1a는 2개의 개별 메모리 다이를 포함하는 다중-메모리 다이를 포함하는 패키징 장치의 하나의 예시의 평면도

를 개략적으로 도시한다. 

도 1b는 도 1a에 도시된 패키징 장치의 횡단면도를 개략적으로 도시한다. 

도 1c 및 1d는 2개의 개별 메모리 다이를 포함하는 다중-메모리 다이를 포함하는 패키징 장치의 하나의 예시의

평면도 및 횡단면도를 각각 개략적으로 도시한다. 

도 2-8은 2개의 개별 메모리 다이를 포함하는 다중-메모리 다이를 포함하는 다양한 패키징 장치의 횡단면도를

개략적으로 도시한다. 

도 9는 복수의 개별 메모리 다이를 포함하는 다중-메모리 다이에 연결된 반도체 다이를 포함하는 패키징 장치를

만들기 위한 방법의 하나의 예시를 도시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

도 1a는 메모리 다이로서 구성된 반도체 다이(104) 상에 적층되는 시스템 온 칩(SOC) 다이로서 구성된 반도체[0010]

다이(102)의 평면도를 도시한다. 상기 메모리 다이(104)는 상기 메모리 다이(104)가 제조되었을 때 서로와 물리

적으로 분리되어 있지 않았던 2개의 개별 다이(104a, 104b)를 포함한다. 제조 중에, 반도체 다이를 생성하기 위

해 복수의 반도체 다이로 구성된 반도체 물질의 웨이퍼(도시되지 않음)가, 예를 들어, 레이저에 의해 개별 반도

체 다이로 절단됨으로써, 일반적으로 싱귤레이트 또는 분할되어, 물리적으로 서로 분리되어 있는 복수의 개별

반도체 다이를 제공할 수 있다. 따라서, 복수의 메모리 다이로 구성된 웨이퍼(도시되지 않음)가 메모리 다이

(104)가 서로 여전히 부착되어 있는 2개의 메모리 다이(104a, 104b)를 포함하도록 절단되었다. 일반적으로 메모

리 다이(104a, 104b)는 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM)로서 구성되지만, 필요에 따라 그 밖의 다른 유형의 메모

리로서 구성될 수 있다.

도 1b는 도 1a에 도시된 패키징 장치의 횡단면도를 개략적으로 도시한다. 도 1b는 기판(106) 상에 적층된 SOC[0011]

다이(102) 및 메모리 다이(104)를 도시한다. 상기 SOC 다이(102)는 적절한 에폭시 또는 글루를 통해 상기 메모

리 다이(104)에 부착된다. 마찬가지로, 상기 메모리 다이(104)는 적절한 에폭시 또는 글루를 통해 기판(106)에

부착된다. 상기 기판(106)은 최종 패키징 장치(100)를 또 다른 기판, 가령, 인쇄 회로 기판(PCB), 또 다른 기판

등(도시되지 않음)에 부착하기 위한 솔더 볼(108)을 포함한다. 와이어 본딩 공정을 통해, SOC 다이(102), 메모

리 다이(104) 및 기판(106) 상의 다양한 본딩 패드(110)가 와이어 본드(112)에 의해 서로 연결될 수 있다. 상기

본딩 패드(110)는 예를 들어, 데이터, 명령어 및/또는 주소, 입/출력 및 VDD/접지로의 액세스와 관련된 신호를

위해 사용되도록 구성될 수 있다. 덧붙여, 와이어 본드(112)는 SOC 다이(102)와 기판(106) 사이에서, 그리고 메

모리 다이(104)와 기판(106) 사이에서 사용될 수 있다. 예를 들어, 와이어 본드(112)는 SOC 다이(102)에 대해

VDD/접지로의 액세스를 제공하도록 사용될 수 있다. 도 1b에 도시된 패키징 장치(100)는 일반적으로 합리적인

비용을 제공하지만, 일반적으로 SOC 다이(102) 및 메모리 다이(104)에 대해 평균보다 우수한 방열을 제공하지

않는다. 또한 도 1a에 도시된 패키징 장치(100)는 일반적으로 최소 VDD/접지 액세스만 제공한다. 

도 1a 및 1b에서, 메모리 다이(104a)의 본딩 패드(110)가 상기 메모리 다이(104a)의 중앙 섹션 상에 또는 그 근[0012]

방에 배치되고, 메모리 다이(104b)의 본딩 패드(110)는 상기 메모리 다이(104b)의 중앙 섹션 상에 또는 그 근방

에 배치된다. 그러나 하나의 실시예에서, 각각의 메모리 다이(104a 및 104b)의 본딩 패드(110)가 가령, 대응하

는 메모리 다이의 에지(edge) 근방에 배치될 수 있다. 예를 들어, 도 1c 및 1d는 2개의 개별 메모리 다이를 포

함하는 다중-메모리 다이(multi-memory die)를 포함하는 패키징 장치의 하나의 예시의 평면도 및 횡단면도를 각

각 개략적으로 도시한다. 도 1c 및 1d는 각각 도 1a 및 1b와 어느 정도 유사하다. 그러나 도 1a 및 1b와 달리,

도 1c 및 1d에서, 메모리 다이(104a)의 본딩 패드(110)는 메모리 다이(104a)의 에지 근방에 배치되고, 메모리
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다이(104b)의 본딩 패드(110)는 메모리 다이(104b)의 에지 근방에 배치된다. 예를 들어, 본딩 패드(110)가 메모

리 다이의 에지 근방에 배치되게 함으로써, SOC 다이(102)에 대한 비교적 넓은 공간이 가능해지고, 결과적으로

더 큰 크기의 SOC 다이(102)가 사용될 수 있다.

하나의 실시예에서, 상기 메모리 다이(104a)는 메모리 다이(104b)의 거울 이미지이다(가령, 메모리 다이(104a)[0013]

는 메모리 다이(104b)의 거울 이미지인 구성요소 및 본딩 패드 연결을 가진다). 또 다른 실시예에서, 메모리 다

이(104a)는 메모리 다이(104b)와 유사하거나 동일하다(가령, 메모리 다이(104a)는 메모리 다이(104b)의 것과 유

사하거나 동일한 구성요소 및 본딩 패드 연결을 갖고, 도면에서 메모리 다이(104a)는 메모리 다이(104b)의 회전

이미지이다).  또  다른  실시예에서,  메모리  다이(104a)는  메모리  다이(104b)와  상이하다(가령,  메모리  다이

(104a)는 메모리 다이(104b)의 것과 상이한 구성요소 및 본딩 패드 연결을 가진다). 하나의 실시예에서, 메모리

다이(104a  및 104b)는 듀얼 채널 메모리(dual  channel  memory)를 형성한다. 하나의 예를 들어, 메모리 다이

(104a 및 104b)는 듀얼 채널 DRAM을 형성한다. 

도 2a는 기판(106)  내에 홀(hole)(214)이 형성되는 패키징 장치(200a)를 도시한다. 상기 패키징 장치(200)는[0014]

SOC 다이(102) 및 앞서 기재된 바와 같이 2개의 부착된 메모리 다이(104a, 104b)를 포함하는 메모리 다이(104)

를 포함한다. 나타난 바와 같이, 와이어 본드(112)가 SOC 다이(102), 메모리 다이(104) 및/또는 기판(106) 사이

에 다양한 연결을 제공하도록 사용된다. 히트 싱크(heat sink)(216)가 메모리 다이(104)에 제공되고 부착된다.

상기 히트 싱크(216)는 적절한 에폭시 또는 글루를 통해 메모리 다이(104)에 부착된다. 솔더 볼(108)이 기판

(106) 상에 제공되어, 패키징 장치(200)가 또 다른 기판, 가령, PCB, 또 다른 기판 등(도시되지 않음)에 부착될

수 있다. 상기 SOC 다이(102)는 적절한 에폭시 또는 글루를 통해 메모리 다이(104)에 부착된다. 도시된 바와 같

이, 메모리 다이(104)가 (적절한 에폭시 또는 글루를 통해) 기판(106)에 부착될 때, 상기 SOC 다이(102)는 홀

(214) 내부로 뻗어 있다. 일반적으로 도 2a에 도시된 패키징 장치(200a)는 메모리 다이(104)에 인접한 히트 싱

크(216)의 위치 때문에, 우수한 비용 이점, SOC 다이(102)에 대한 우수한 방열, 및 메모리 다이(104)에 대한 매

우 우수한 방열을 제공한다. 덧붙여, 패키징 장치(200a)는 개선된 VDD/접지 액세스를 제공한다.

도 2b는 도 2a에 도시된 패키징 장치(200a)와 유사한 패키징 장치(200b)를 도시한다. 패키징 장치(200b)에서,[0015]

솔더 볼(218)은 SOC  다이(102)  상에 제공되어 VDD 및 접지로의 액세스를 제공할 수 있다. 또한 패키징 장치

(200b)는 SOC 다이(102) 및 메모리 다이(104)에 대한 비용 및 방열 관련하여 우수한 이점을 제공한다. 덧붙여,

SOC 다이(102) 상의 솔더 볼(218)의 존재에 의해 VDD 및 접지로의 연결성이 개선되어, 패키징 장치(200b)가 기

판, 가령, PCB, 또 다른 기판 등(도시되지 않음) 상으로 플립 칩 방식으로 부착될 때 VDD 및 접지로의 액세스를

제공할 수 있다.

도 3은 도 1b에 도시된 패키징 장치(100)와 유사한 패키징 장치(300)를 도시한다. 패키징 장치(300)에서, 재배[0016]

선 층(redistribution layer)(RDL)(320)이 메모리 다이(104) 상에 배치된다. SOC 다이(102)는 RDL(320) 상에

배치되고 적절한 에폭시 또는 글루를 통해 RDL(320)로 부착된다. SOC 다이(102)와 RDL(320) 사이의 와이어 본드

(112)뿐 아니라 RDL(320)과 기판(106) 사이의 와이어 본드(112)에 의해, 다양한 신호, 가령, 데이터, 명령어/주

소, 및 VDD 및 접지로의 액세스의 라우팅이 가능해진다. 솔더 볼(108)이 패키징 장치(300)를 또 다른 기판, 가

령, PCB, 또 다른 기판 등(도시되지 않음)에 부착하기 위한 기판(106) 상에 포함된다. 도 3의 패키징 장치(30

0)는 RDL(320)의 포함 때문에 증가된 비용을 가지며 SOC 다이(102) 및 메모리 다이(104)에 대한 적절한 방열뿐

아니라 RDL(320)을 통해 VDD 및 접지로의 적절한 액세스도 제공한다.

도 4는 도 3에 도시된 패키징 장치(300)와 유사한 패키징 장치(400)를 도시한다. 그러나 SOC 다이(102)는 솔더[0017]

볼(418)을 통해 RDL(320)로 부착되며, 이로써 SOC 다이(102)와 RDL(320) 간 직접 신호 액세스가 제공된다. 나타

난 바와 같이, 도 3과 도 4 모두의 실시예에서 SOC 다이(102)는 도 1에 도시된 SOC 다이(102)에 비교할 때 클

수 있고 거의 사각형일 수 있다. 이는 메모리 다이(104) 상의 본드 패드를 이용하는 것과 달리, RDL(320)의 존

재로 인해 가능하다. 또한 히트 싱크(416)는 패키징 장치(400)로 제공되며 적절한 에폭시 또는 글루를 통해 SOC

다이(102)에 부착된다. 솔더 볼(108)이 기판(106) 상에 제공되어 패키징 장치(400)를 또 다른 기판, 가령, PCB,

또 다른 기판 등(도시되지 않음)에 부착할 수 있다. 패키징 장치(400)는 히트 싱크(416)의 존재로 인해 증가된

비용을 갖고 SOC 다이(102)뿐 아니라 메모리 다이(104)에 대한 개선된 방열을 제공한다. VDD 및 접지로의 개선

된 액세스가 RDL(320)을 통해 제공된다.

도 5는 패키지 온 패키지(POP: package on package) 장치로서 구성된 패키징 장치(500)를 도시한다. 앞서 기재[0018]

된 바와 같이 2개의 부착된 메모리 다이(104a, 104b)를 포함하는 메모리 다이(104)는 제 1 기판(106a)에 부착된

다. 적절한 에폭시 또는 글루를 통해 상기 메모리 다이(104)는 기판(106a)에 부착된다. 홀(514a, 514b)이 기판

공개특허 10-2015-0040893

- 7 -



(106a)  내에  형성되어,  메모리  다이(104)로부터 기판(106a)으로의 와이어 본드(112)를  가능하게 한다.  기판

(106b) 상에 배치되는 SOC 다이(102)를 포함하는 제 2 기판(106b)이 제공된다. 상기 SOC 다이(102)는 제 2 기

판(106B)에 플립 칩 방식으로 부착되며, 따라서 SOC 다이(102)는 솔더 볼(518)을 통해 제 2 기판(106b)에 부착

되어, SOC 다이(102)와 기판(106b) 간 직접 신호 연결을 제공할 수 있다. 메모리 다이(104)가 부착된 제 1 기판

(106a)이 솔더 볼(108a)을 통해 제 2 기판(106b)에 부착된다. 솔더 볼(108b)이 제 2 기판(106b) 상에 제공되어

POP 패키징 장치(500)를 또 다른 기판, 가령, PCB, 또 다른 기판 등(도시되지 않음)에 부착시킬 수 있다. 일반

적으로 패키징 장치(500)는 연관된 평균 비용을 가지며 SOC 다이(102)와 메모리 다이(104)에 대한 꽤 많은 양의

방열을 제공한다. SOC 다이(102)와 제 2 기판(106b) 간 솔더 볼 연결 때문에 SOC 다이(102)에 대한 VDD 및 접지

로의 액세스가 매우 우수하다.

도 6은 메모리 다이(104)가 히트 싱크(616)에 부착되는 패키징 장치(600)를 도시한다. 상기 메모리 다이(104)는[0019]

적절한 에폭시 또는 글루를 통해 히트 싱크(616)에 부착된다. 메모리 다이(104)는 자신 상에 배치되는 RDL(32

0)을 포함한다. SOC 다이(102)는 솔더 볼(618)을 통해 메모리 다이(104) 상의 RDL(320)에 플립 칩 방식으로 부

착된다. 따라서 SOC 다이(102)는 SOC 다이(102)를 RDL(320)로 부착하는 솔더 볼(618)을 통해 RDL(320)로의 직

접 신호 액세스를 가진다. 또한 상기 SOC 다이(102)는 적절한 에폭시 또는 글루를 통해 기판(106)에 부착된다.

기판(106)과 RDL(320) 사이에 솔더 볼(622)이 제공되어, 기판(106) 및 SOC 다이(102)가 메모리 다이(104) 상의

RDL(320)에 플립 칩 방식으로 부착될 때, 직접 신호 액세스가 기판(106)과 RDL(320) 사이에 제공될 수 있다. 솔

더 볼(108)이 기판(106) 상에 제공되어 패키징 장치(600)를 또 다른 기판, 가령, PCB, 또 다른 기판 등(도시되

지 않음)에 부착시킬 수 있다. 패키징 장치(600)는 SOC 다이(102)와 메모리 다이(104)에 대해 히트 싱크(616)로

인해 개선된 비용 및 매우 우수한 방열을 제공한다. 덧붙여, VDD 및 접지로의 액세스도 RDL(320)로 인해 매우

우수하다.

도 7은 SOC 다이(102)가 히트 싱크(716)에 부착되는 패키징 장치(700)를 도시한다. SOC 다이(102)는 적절한 에[0020]

폭시 또는 글루를 통해 히트 싱크(716)에 부착될 수 있다. 메모리 다이(104)는 기판(106)에 부착된다. 메모리

다이(104)는 적절한 에폭시 또는 글루를 통해 기판(106)에 부착될 수 있다. 홀(714a, 714b)이 기판(106) 내부에

형성되어, 상기 와이어 본드(112)가 사용되어 상기 와이어 본드(112)를 기판(106) 내 홀(714a, 714b)을 통과하

도록 라우팅함으로써 메모리 다이(104)를 기판(106)에 연결할 수 있다. 상기 SOC 다이(102)는 기판(106)에 플립

칩 방식으로 부착될 수 있고, 따라서 솔더 볼(718)은 기판(106)과 SOC 다이(102) 간 직접 신호 액세스를 제공한

다. 상기 솔더 볼(108)은 기판(106) 상에 제공되어, 상기 패키징 장치(700)가 또 다른 기판, 가령, PCB, 또 다

른 기판 등(도시되지 않음)에 부착될 수 있다. 상기 패키징 장치(700)는 히트 싱크(716) 때문에 SOC 다이(102)

에 대해서뿐 아니라 메모리 다이(104)에 대해서도 적절한 비용과 매우 우수한 방열을 제공한다. 일반적으로 VDD

및 접지로의 액세스가 적절하다. 

도 8은 도 7의 패키징 장치(700)와 유사한 패키징 장치(800)를 도시한다. 도 8의 패키징 장치(800)에서, SOC 다[0021]

이(102)는 도 7의 패키징 장치(700)에서의 SOC 다이(102)보다 넓다. 따라서 히트 싱크(716)가 부착된 SOC 다이

(102)가 기판(106)에 플립 칩 방식으로 부착될 때,  상기 SOC  다이(102)는  기판(106)  내에 형성된 홀(714a,

714b) 너머까지 상기 기판(106)에 부착될 수 있다. 상기 패키징 장치(800)는 패키징 장치(800)에 대해 적절한

비용을 제공하고 히트 싱크(716)로 인해 SOC 다이(102)와 메모리 다이(104)에 대해 매우 우수한 방열을 제공한

다. 일반적으로 VDD 및 접지로의 액세스가 적절하다. 

서로 부착되어 있는 2개의 메모리 다이(104a, 104b)를 포함하는 메모리 다이(104)를 이용해 다양한 패키징 장치[0022]

가 기재되었고 도시되었지만, 단일 메모리 다이만 포함하는 메모리 다이가 사용될 수 있음이 자명하다. 이러한

실시예에서, 일반적으로 메모리 다이는 도 1-8에 기재되고 도시된 메모리 다이(104)보다 좁을 것이다. 또한 2개

의 메모리 다이(104a, 104b)보다 많은 서로 여전히 부착되어 있는 메모리 다이를 포함하는 메모리 다이가 사용

될 수 있다. 이러한 실시예에서, 일반적으로 메모리 다이는 도 1-8에 기재되고 도시된 메모리 다이(104)보다 넓

거나 및/또는 길 것이다. 다중-메모리 다이(104)는 1×2, 2×2, 2×3 등의 개별 메모리 다이(104a, 104b)의 장

치를 포함할 수 있다. 이들 예시가 한정을 의미하는 것은 아니다.

도 9는 패키징 장치, 가령, 도 1-8의 패키징 장치의 만들기 위한 방법(900)의 하나의 예시를 도시한다. 단계[0023]

(902)에서, 기판이 제공된다. 단계(904)에서, 다중-메모리 다이가 기판에 연결된다. 상기 복수의 개별 메모리

다이의 각각의 개별 메모리 다이가 메모리 다이의 제작 동안 반도체 물질의 웨이퍼 내 개별 메모리 다이로서 형

성된다. 반도체 물질의 웨이퍼를 메모리 다이들로 싱귤레이트함으로써 상기 다중-메모리 다이가 만들어지며, 여

기서 메모리 다이들 중 적어도 하나는 여전히 물리적으로 함께 연결된 복수의 개별 메모리 다이를 포함하는 다

중-메모리 다이이다. 단계(906)에서, 반도체 다이가 다중-메모리 다이 및 기판에 연결된다. 상기 반도체 다이는
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시스템 온 칩으로서 구성된다. 단계(908)에서, 다중-메모리 다이 및 반도체 다이 중 적어도 하나가 기판에 부착

된다. 

다양한 작업이 차례대로 복수의 이산 동작 또는 작업으로 본 발명을 이해하는 데 가장 유용한 방식으로 기재되[0024]

었을 수 있다.  그러나 기술 순서가 이들 작업이 반드시 순서 종속적임을 의미하는 것으로 해석되어서는 안

된다. 특히, 이들 작업은 제시 순서로 수행되지 않을 수 있다. 기재된 작업들은 기재된 실시예와 상이한 순서로

수행될 수 있다. 추가 실시예에서, 다양한 추가 작업이 수행되거나 및/또는 기재된 작업이 생략될 수 있다.

기재가 동일한 또는 상이한 실시예들 중 하나 이상을 각각 지칭할 수 있는 용어 "실시예" 또는 "실시예들"을 이[0025]

용할 수 있다. 덧붙여, "포함하는(comprising)", "포함하는(including)", "갖는(having)" 등이 실시예와 관련

하여 사용될 때, 동의어이다.

본 명세서에 특정 실시예가 도시되고 기재되었지만, 해당 분야의 통상의 기술자라면 동일한 목적을 달성하도록[0026]

계산된 다양한 대안 및/또는 균등 실시예 또는 구현예가 본 발명의 범위 내에서 도시되고 기재된 실시예를 대체

할 수 있음을 알 것이다. 해당 분야의 통상의 기술자라면 실시예가 다양한 방식으로 구현될 수 있음을 쉽게 알

것이다. 이 출원은 본 명세서에 기재된 실시예들의 임의의 각색 또는 변형을 포함하도록 의도된다. 따라서 실시

예는 특허청구범위 및 이의 균등물에 의해서만 한정되도록 의도된 것이 자명하다. 
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도면

도면1a
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도면1b
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